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P A S E N T E  H  I N Y E  IT Ó I  0 N 

M-ft m 0 r  i a  d e s c r i p t i v a

Jia presente invención se refiere a un aparato 

para pulir automáticamente las placas madre empleadas en 

la  recuperación electrolítica de metales no ferrosos, ta­

les oomo zino, cobre o plomo* El aparato se dispone en 

e l dispositivo donde se extrae e l metal depositado forma­

do sobre las plaoas madre durante la  predeterminada elec­

t ró lis is , de manera que la  plaoa madre se puede volver' 

a las oubas electrolíticas para ser empleada en forma 

oíolioa*

L03 metales no ferrosos, como el zinc, el cobre 

o el plomo se refinan normalmente mediante un proceso 

electrolítico, donde e l metal objeto del mineral es l ix i ­

viado en forma de solución de sal metálica acuosa que 

subsiguientemente es electrolizada para obtener e l metal 

eleotrodepositado en las plaoas de oátodo, Por ejemplo, 

en la  extracción electrolítica de la  recuperación de 

zino, se emplea como ánodo una plaoa de plomo que contie­

ne una oantidad de plata, en tanto que, como cátodo"," se 

utiliza  una placa de aluminio con un 9 9 , 9 de pureza. La 

solución áoida de sulfato de zinc se electroliza durante 

24 horas aproximadamente para obtener e l depósito de zinc 

metálioo que tiene un espesor deseado sobre la  placa do 

cátodo, es decir, la placa madre. El metal de zinc de pu­

reza elevada se obtiene, extrayendo la  placa metálica 

eleotrodepositada (denominada de aquí en adelante placa



metálica) de las plaoas madre de oátodo que son descar­

gadas de la  cuba. Por otra parte, en la  hidrometalúr- 

giadel cobre, se utiliza  como material de placa madre 

aoero inoxidable o titanio, En la  electroextracoión 

de metales no ferrosos, como zino o cobre, la  solución 

de la  sal aouosa del metal de que 3e trata primero se 

electroliza, disponiendo para ello la  pluralidad de 

plaoas de oátodos y de ánodo alternativamente en e l in­

terior de las cubas, y e l número definido de las plaoas 

de oátodó se descargan de las oubas después de que el 

metal es depositado en los cátodos después del período 

definido de e lectró lisis, y a continuación las placas 

metálioas de cátodo descargadas son transferidas median­

te una grúa o elevador del sistema de extracción de la  

capa de metal eleotrodepositado. A las plaoas metálicas 

descargadas de las oubas se les extrae los depósitos 

mientras son llevadas por un transportador una por una 

a través del sistema de extraooión de la  capa de metal 

eleotrodepósltado, a oontinuaoión de lo cual son devuel­

tas a las oubas electrolíticas por una grúa o elevador 

después de alinear un número predeterminado de placas 

madre en e l dispositivo de descarga.

Las placas de cátodo, que efectúan un ciclo 

continuo constituidos por placas de aluminio en la  elec­

tró lis is  de zino, son oorroídas gradualmente por el uni­

do sulfúrico o una pequeña cantidad de flúor contenido 

en el electrólito, oon lo cual se producen corrosiones
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localizadas o picaduras, o irregularidades en la  super -  

f ió le . Dado que tales picaduras o irregularidades pro­

ducen una heterogeneidad en la  distribución de los de­

pósitos de metal depositado o una fuerte adhesión del 

metal depositado sobre la  superficie de la  placa, impi­

diendo las operaciones automátioas de extracción de la  

oapa de metal eleotrodepositado, ha sido una oostumbre 

usual pulir periódicamente la  superficie de las placas 

madre manualmente mediante piedra de amolar o; por medio 

de un.cepillo de alambre.

Aunque el sistema de extracción de la  capa 

de metal eleotrodepositado ha sido recientemente meca­

nizado o automatizado, la  etapa de pulido periódico to­

davía se realiza mediante un método laborioso en e l que 

las placas madre son descargadas una por una después 

de la  etapa de extracción de la  capa de metal electro- 

depositados lo  que haoe que tal etapa sea mucho más 

complicada.

Contrariamente al pulido convencional en el 

que las plaoas madre son descargadas periódicamente para 

efectuar la  pulimentación desde el prooeso de extracción 

de la  capa de metal eleotrodepositado antes de que apa­

rezcan dificualtades debidas a la  mala influencia de 

la  corrosión, la etapa de pulido de acuerdo con la  pre­

sente invención es mecanizada y realizada en la  etapa 

de extraooión de la  oapa de metal eleotrodepositado, 

permitiendo efectuar un sistema de extracción de la  ca-
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pa de metal electrodepositado totalmente automático, 

en e l que las plaoas madre, después de haber sido ex­

traídos los depósitos, son inmediatamente pulidas en 

el sistBma de extracción.

Un objeto de la  presente invenoión e3 proveer 

un aparato de pulido apto para ser dispuesto en ol sis­

tema de extraooión de la  oapa de metal eleotrodeposita- 

do en e l que se extraen los metales eleotrodepositados 

formados en la  e lectró lisis.

Otro objeto de la  presente invención es pro­

veer un aparato de pulido que permite un pulido automá­

tico de una placa madre en un corto tiempo en compara­

ción oon el requerido para la  extracción de la  oapa de 

metal electrodepositado.

Otro objetivo de la  presente invención es pro­

veer un aparato apto para pulir la  placa madre cada vez 

que se lleva a cabo la  extracción de la  capa de metal 

electrodepositado y apto asimismo para pulir las plaoas 

madre después de ser recicladas un predeterminado núme­

ro de vaces a lo largo de los procesos.

En los dibujos:

la  figura 1 es una vista en perspectiva del 

sistema de extraoclón de la  capa de metal eleotrodopoai- 

tado de una electroextracción en la  recuperación del 

zinc.

la  figura 2 es una vista en planta del siste­

ma ilustrado en la  figura 1.



La figura 3 es una vista en planta que repre­

senta otro sistema de extracción de la  capa de metal 

eleotrodepositado de una electroextraoción de zinc di­

ferente del ilustrado en la  figura 1*

La figura 4 es una vista frontal del aparato 

de pulido de aouerdo con la  presente invenoión conside­

rada por las líneas IV—IV de la  figura 1.

La figura 5 es una vista en alaado lateral con­

siderada por las líneas V—V de la  figura 4»

La figura 6 es una vista en planta correspon­

diente a la  figura 5«

La figura 7 es una vista en sección considera­

da por las líneas VII—VII de la  figura 6*

La figura 8 es una vista ampliada de la  parte

indicada con raya y punto en la  figura 4.

La figura 9 es una vista ampliada considerada

por las líneas IX-IX de la  figura 8,

A continuación se describe a título de ejemplo 

un sistema de electroextraoción en la  recuperación de 

zinc con referencia a los dibujos adjuntos. -En e l sis­

tema de extracoión de la  capa de metal electrodeposita- 

do que se ilustra en la  figura 1 está instalado un dis­

positivo de pulido .-10-, Una serie de placas madre -12- 

con sino -11- eleotrodepositado sobre la  superficie os 

descargada por una grúa -13- desde las cubas (no ilustra­

das) a l transportador de alimentación -14- como se in_ 

dioa con las flechas A, B y  0. Luego, una pluralidad
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de las placas metálicas -12- es transferida desde ,el 

transportador de alimentación -14 al transportador -15- 

oorno se indioa con la  flecha D. La placa metálica -12- 

transportada por e l transportador -15- (fleoha B) es 

5 golpeada superiormente por e l dispositivo martillador

-16- para provocar la  separaoión del depósito de sino 

_ ]1_ de la  plaoa metálica -12-, efectuando para e llo  

una ligera separación án la  parte superior del depósito 

y de la  placa. Después de desplazada a través del dis- 

10 positivo martillador -16-, la  placa metálica es coloca­

da en e l dispositivo -17- de ¡extracción de la  capa de 

metal eleotrodepositado donde son estraídos los depósi­

tos, introduciendo para e llo  una cuña - lü -  entre el zinc 

-11- depositado y la  placa madre -12-. Luego la  lamina de 

15 sino -liJiepositada se hace caer debajo del dispositivo

-17- de extracción de la  capa de metal eleotrodepositado 

como se indica con la  flecha 3? y después de apilar el 

predeterminado número de láminas, las mismas son trans­

feridas a la  instalación de fundición, como so indica

20 oon las fleohas G y H.
Aunque de la  mayoría de las placas metálicas

„12- es normalmente extraída en el.dispositivo -17- la  

capa de metal eleotrodepositado y dichas placas son 

transportadas directamente a l dispositivo pulidor —10—, 

25 a veces ocurre que de algunas placas la  capa de mu tal 

eleotrodepositado no es extraída por e l dispositivo 

-17-. La placa metálica -12- que todavía es portadora 

en su superfioie de los depósitos metálicos es desear-
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gada por el dispositivo descargador -19- oomo se indi- 

oa oon la  flecha I .  Luego una nueva placa madre -12a- 

que no lleva depósitos en la  superficie es situada so­

bre e l transportador -15- por el dispositivo de intro- 

5 ducoión -20-, como se indica con la  flecha J. Las pla-

oas madre -12a- de las que ha sido extraída por el dispo­

sitivo -17- la capa de metal eleotrodepositado o las  

introducidas por e l dispositivo -20- son, de acuerdo con 

la  presente Invenoión, transferidas a l dispositivo de 

10 pulido -10- donde son pulidas las dos superficies de

las plaoas madre -12a-. Luego las placas madre son trans­

feridas al dispositivo de descarga -21- donde es alinea­

do un predeterminado número de placas que son descarga­

das por una grúa -15- (flecha L) que después las tras- 

15 lada a las oubas eleotrolxtioas (flecha M).

£)1 dispositivo de pulido de acuerdo con la  

invenoión está instalado en el sistema de extracción 

de la  oapa de metal eleotrodepositado como se ilustra  

en las figuras 1 y 2. Oon referencia a las figuras 4 a 

20 9, se describe la  constitución del dispositivo de puli­

do» Un bastidor -22- que comprende cuatro montantes do 

soporte -25- y cuatro travesafios -24- pasa sobre el 

transportador - 15-  portador de las placas madre - 12a-. 

Sobre e l bastidor -22- está dispuesto un mecanismo de 

25 detención -25- para detener el movimiento de la  placa 

madre -12a- cuando es transferida a l dispositivo de 

pulido. Oomo se aprecia en la  figura 5» e l mecanismo

t



ele detenoión - 25-  comprende un cilindro de detención 

-27- dispuesto sobre e l soporte -26- fijado ál montan­

te de soporte -25-» estando unido e l vastago _2'->- del 

oilindro -27- a una eje de detenoión -51- guiado por la 

guía de detenoión -50-, cuyo eje de detención -51- com­

prende en su extremo libre una placa de detención - 29-  

para detener e l movimiento de la  placa madre - 12a -.

Un bastidor de elevación - 55-  está dispuesto 

sobre el vástago -54- del oilindro -55- previsto en 

la  placa -52- unida a l travesaño -24-, de manera que 

el cilindro - 55-  determina el movimiento vertical del 

bastidor - 55- ,  con lo que-la placa - 12a- es elevada del 

transportador para operaciones de pulido, la 3 guías - 56-  

están previstas en la  placa -52- para soportar las va­

r i l la s  -57- unidas a l bastidor -55-, con lo que se im­

pide e l movimiento de oscilación del bastidor -55- cuan­

do las varillas -57-, accionadas por e l cilindro -35- 

se desplanan por el interior de las guías -56-.

Como se ve en la  figura 9, dos ejes do suje­

ción - 59-  y - 40-  apoyados en el oojinete -58- fijado al 

bastidor de elevación - 55-  está dotados de brazos de re­

tención - 41-  y - 42-  para sujetar la  placa madre - 12a-.

La acoión de sujeción de la  misma ss provocada por un i 

motor osollante -44- montado sobre e l soporte -45-, f i ­

jado al bastidor de elevación -55- que está provisto 

de una placa de guía - 45-  para e l guiado de la  porción 

superior de la  placa madre - 12a-.

En los lados del.bastidor - 22-  están dispuos-



tas dos secciones de pulido idénticas - 46-  y -47- de las 

-cuales solamente se ilustra una para simplificación en 

la  figura,7 »-Se ha previsto un dispositivo de elevación 

- 52-  unido a dos caequillos - 51-  montados deslizantes 

sobre los cuatro ejes de guía - 50-  que por su parto 

inferior están montados sobre la  base - 48- ,  en tanto 

que por su parte superior están aooplados al travesaüo 

- 49- ,  Un cabezal de presión -55-, portador de cuatro 

oepillos metálicos cilíndrioos dispuestos sobre los 

ejes de soporte - 54-  está montado en un eje de guía - 56-  

apoyado en un cojinete - 58-  dotado de casquillos de 

alojamiento de dicho eje - 56-•  331 eje de guía - 56-  es­

tá unido a un vástago - 60-  accionable por un cilindro 

de presión - 59-  que provooa un movimiento horizontal 

del cepillo metálico - 55-  hacia la  placa madre - 12a-. 

Como se ilustra en la  figura 5, I 03 cojinetes - 58-  y 

el cilindro depresión - 59-  están soportados por una ba­

se -61- montada deslizante sobre las placas de soporte 

-65- que, a su vez, están unidas a l bastidor de eleva­

ción - 52- ,  con lo que la  base deslizante -61- es movible 

hacia arriba o alejándose de la  placa madre - 12a- con- 

el fin  de desplazar e l movimiento alternativo del ca­

bezal de presión - 55- .  331 desplazamiento horizaontal 

de la  base deslizante -61- es provocado por el accio­

namiento del volante - 68-  cuyo giro es transmitido a 

través de un engranaje de tornillo sin fin  -70- monta­

do’ sobre el eje -69- y el engranaje - 7 1 -  fijado al eje
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deslizante; - 65-  soportado por los oojinetes -64- sobro 

.el bastidor de elevaoión - 52- ,  lo que dotarmina ol giro 

del husillo - 66-  formado en el eje deslizante - 65-  y al 

que está acoplada la  tuerca -67- fijada a la  base des- 

5 lizante -61- para determinar e l movimiento axial de di­

cha base deslizante -61- oon objeto de permitir e l ajus­

te posioional de la  citada base deslizante -61-,

A la  base - 48-  está fijado un soporte de ci­

lindro - 73-  provisto de un oilindro - 72-  elevador de 

10 los cepillos. El vastago -74- del mismo está fijado al 

bastidor de elevación - 52-  a través de un acoplamiento 

_75-  de manera que los cepillos metálicos - 53-  son des­

plazados vertioalmenta por el movimiento vertical del 

bastidor de elevación - 52-  que es acoionado por el c i-  

15 lindro - 72- ,

Como se pfecia en los dibujos, los cuatro ce­

pillos metálicos - 53-  son accionados por dos motores 

-76- y - 77- ,  siendo transmitido e l giro del motor - 76-  

a través de cadenas - 78-  y - 79-  a dos ejes - 54-  y sion- 

20 do transmitido el giro del otro motor - 77 -  de la  misma

manera a los otros dos ejes, la  sección de pulido - 46-  

se equilibra mediante la  oolocación de los d03 motores 

- 76-  y - 77-  en posioiones simétricamente separadas del 

eje central de la  sección. -Disponiendo dos secciones 

25 de pulido idénticas en ambos lados del transportador

-15-, son pulidos simultáneamente ambos lados de la  pla­

ca madre - 12a-.
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La plaoa madre -12a- de la  que on e l disposi­

tivo -17- es extraído e l zinc depositado -11-, es trans­

ferida por e l transportador -15- al dispositivo de pu­

lido -10-, y es detenida por la  placa de detención -29- 

5 que ha sido dispuesta en la  posioión extendida por el

oilindro -27-, Seguidamente, los "brazos de sujeción -41- 

y -42- son aooionados por e l motor osoilante -44- para 

sujetar la  parte superior de la  placa madre -12a- con el 

fin  de elevarla por medio del "bastidor -55- accionado 

10 por el oilindro -53- como se ilustra en la  figura 7.

Luego, los oepillos metálicos -53- son presionados en 

contacto con la  placa madre -12a- por el oilindro de 

presión -59- y es provooado su descenso por el cilindro 

_72- elevador de I 03 cepillos para ponerlos en contacto 

15 oon la superficie de la  placa -12a- en la  posición

ilustrada en la  figura 7. "Desde toberas (no ilustradas) 

previstas en e l cabezal de presión -55- se dirige agua 

contra las superficies de las placas madre -12a- duran­

te e l pulido con lo  que se evita la  emisión de polvo 

20 y se lavan las superficies de las placas madre -12a-t

Aunque se ha descrito e l dispositivo do puli­

do ilustrado en las figuras 4 a .9, dispuesto en el a is - 

tema de extracción de la  capa de metal electrodeposita-

do representado en las figuras 1 y 2, e l mismo dispo-
$

25 sitivo de pulido se puede disponer igualmente en un ala­
terna de extracción de la  capa de metal electrodeposita- 

do ilustrado en la  figura 3 , donde I 03 elementos corres­

pondientes a los ya descritos se designan con los mismos
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números acompañados de £. El dispositivo de extracción 

de la  oapa de metal eleotrodepositado ilustrado en la  

figura 3 está provisto de dos dispositivos de descarga 

-21a- y -21b -, Las placas madre que han de sor direotn- 

5 mente devueltas a las cuba3 electrolíticas sin pulido

son descargadas a través del dispositivo de descarga 

- 21b- y solo las placas que se han de pulir son trans­

feridas al dispositivo de pulido - 10a -.

Aunque e l presente aparato de pulido está pre- 

10 visto para ser instalado en e l interior del dispositivo 

de extracoión de la  oapa de metal electrodepositado, tam. 

bión se puede utilizar e l mismo aparato como una unidad 

individual para e l pulido de artículos similares a pla­

cas» Aunque la 3 placas metálicas son pulidas por medio 

15 de un movimiento hacia abajo del cabezal como so ha ex­

plicado anteriormente, es posible pulirlas aplicando un 

movimiento vertical a las plaoas mientras el cabezal 

de presión está parado.

De acuerdo con la  presente invención, el sin- 

20 tema de extraoción de la  oapa de metal electrodeposita­

do que comprende la  etapa de pulido puede sor totalmen­

te automatizado. Egto es debido a que la 3 placas madre 

son pulidas cada voz que son extraídos 103 depósitos 

mientras son soportadas verticalmente 30bre el tranpor- 

25 tador 3in ser descargadas del aparato.

H 0 I  A

Se reivindica como objeto de esta patente de
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invenoión.

1. -  Aparato para pulir las placas madre emplea­

das en electrólisis que actúan de oátodo y de las que 

han sido extraídos los depósitos electrolíticos on el 

sistema de extracción de la  capa de metal electrodeposi- 

tado, en el que se extrae el metal depositado en las 

plaoas madre, que oomprendo un medio elevador que so 

desplaza sobre el transportador que traslada soportadas 

verticalmBnte las placas metálicas do las que 3e han ex­

traído dichos electrodepósitos y cuyo medio elevador 03 

apto para sujetar y elevar la  placa}

dos secciones de pulido que están dispuestas 

adyacentes a y en arabos lad03 de dicho medio elevador y 

comprenden un cabezal provisto de cepillos metálicos ci­

lindricos dispuestos en una pluralidad de ejes horizon­

tales para pulir las placas madrej

y medios de desplazamiento horizontal y verti­

cal dispuestos en oada una de dichas secciones de pulido 

para permitir e l avance del cabezal horizontalmente hacia 

la  pared madre y verticalemnte a lo largo de la  misma, 

respectivamente.

2. -  Aparato, según la  reivindicación 1, carac­

terizado porque dicho medio elevador comprende un basti­

dor que desplaza sobre dicho transportador; mi elevador 

accionado por un oilindro hidráulico dispuesto en la  

parte superior del bastidor; un sujetador montado en e l 

elevador para sujetar dicha placa madre, y un medio de 

detenoión montado en dicho bastidor para detener e l mo-



virulento de la  placa madre cuando es movida estando so­

portada verticalmente en la  posición en que es sujetada 

por dioho sujetador. •

3 ,  -  Aparato, según la  reivindicación 1 , carac­

terizado porque las respectivas secciones de pulido com­

prenden:1

cuatro montantes de soporte,

un medio de olevaoión desplazadle verticalmente 

montado en diohos montantes,

una dase deslizante que soporta un oilindro 

hidráulioo a dicho cabezal y movible hacia el mismo y 

montado en dicho medio de elevación de manera que es 

hotizontalmanta deslizable hacia arriba y alegándose 

respecto a dichas placas madre,

medios para mover dicha base deslizante hacia 

la  placa madre con e l fin  de desplazar e l movimiento 

alternativo de dicho oabezal accionado por dicho c ilin ­

dro hidráulioo,

y un cilindro hidráulioo para provocar el mo­

vimiento vertioal alternativo de dichos me:ios do olo- 

oaoión.

4.  -  Aparato para pulir la 3 placas madre emplea­

das en e lectró lisis.
• . . . .  * •

EBta memoria consta de dieciseis páginas eucrit.-'c 

por una sola cara.
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